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Informacgdes importantes antes de desenhar a PCI:
1. Método de obtencéo da PCI:
* Processo de transferéncia térmica;
* Processo corrosao quimica;
* Processo de transferéncia fotografica;
* Processo de transferéncia serigrafica;
 Fresagem.
Dimensodes reais dos componentes;
Correntes e tensdes nas diversas partes do circuito;
Freqiéncia de operacao do circuito;
Numero de camadas da placa;
Tecnologia de soldagem dos componentes;
Uso de poligonos;
Isolac&o entre trilhas;
Roteamento bom X ruim;
10 Finalizacao de ilhas e curvas;
11. Distancias importantes;
12. Planos de alimentacéo e terra.
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1° Passo:
Impressao do layout.

3° Passo:

20 Paccen- Transferéncia do layout.

http://www?2.eletronica.org/Members/FB/dicas-tabelas/pci_metodo_termico.pdf



Método de obtencao da PCI
Processo térmico:
4° Passo:
Colocacéo da placa em
J agua.
. - 6° Passo:
Retirada completa do

papel.

50 Passo:

O
Retirada do papel. “

http://www?2.eletronica.org/Members/FB/dicas-tabelas/pci_metodo_termico.pdf



/° Passo:
Retoque nas falhas das
trilhas.

9° Passo:
Retirada e limpeza.

Corroséao da placa.

http://www?2.eletronica.org/Members/FB/dicas-tabelas/pci_metodo_termico.pdf



10° Passo:
Placa corroida e limpa.

12° Passo:
Aplicacao da mascara
de componentes.

11° Passo:

Furacao da placa.

http://www?2.eletronica.org/Members/FB/dicas-tabelas/pci_metodo_termico.pdf



350 mL Agua
100 mL HCI - 45% de pureza
20 mL HoO2 - 50% de pureza

HO0; = HO+ 0O
Cu+QO= CuO

CuO + 2 Hel = CuClz + H20

Integrantes:
* Agua;

« Acido muriatico;
* Agua oxigenada.

http://www?2.eletronica.org/Members/FB/dicas-tabelas/pci_metodo_termico.pdf




Integrantes:

Cuidado: produto corrosivo.
» Percloreto de ferro.

http://www.overdance.com.br/audio_list/Fazendo%20suas%20placas%20de%20circuito%20impresso.pdf
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Extojo de madkara com placa dee fenobibe,
placa, caneta, perfuradaor de placa lore
vasilhame para corros3o, suporte

@ Internes | Pratected Mode: On 0% -

http://www.sabermarketing.com.br

Integrantes:
 Percloreto de ferro;
» Cortador de placa;
» Placa de fenolite;
e Caneta;
» Perfurador de placa;
 Vasilhame;
» Suporte para placa;
» Estojo de madeira.



Aplicacdo do PRP
(tinta fotosensivel)

| @ Secagem

Sensibilizacao

Limpeza

Revelacao
www.pcifacil.com.br



Processo serigrafico (silkscreen):

Partes do processo:
 Serigrafia;
o Tela;
e Quadro;
* Preparacéo da matriz;
» Gravacao da tela;
e Impressao;
e Outras.

http://esslee.home.sapo.pt/10-E%20-%202000/Pagina6.htm



1° Passo:
Desenho da PCI.
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2° Passo:
Preparacao da PCI
para fresagem.
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http://www.ivobarbi.com/download/GuiaTango_Fresa.pdf
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3° Passo:
Arquivo em formato CAM.

GUIA
TANGO-FRESA



4° Passo:
Preparacéao da fresadora.

Cabecola da Frasa

50 Passo:

Fresagem da PCI.

Ferremsnta
de Fresagsm

a0 Camada de cobre

/
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Fanofte ou Fibra da Vidno

RCI

http://www.ivobarbi.com/download/GuiaTango_Fresa.pdf

Farramerta de Carte
Fenoite ou Fitea da Vidro

Camada de Cobre
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6° Passo:
Furacao da placa.

GUIA



LIITITIIOUTO 1 TAlo UUO LUUII IIJUI ICIILCO
Tabela de Conversﬁo . | Mils | num | Mils | nim | Mils mim Mils mim
' 0Z0 mils 0.5 mm 22 mils 3.1 mm 224 mils 5.7 mm 327 mils g.3 mm
024 mils 0.6 mm 126 mils 3.2 mm 228 mils 5.8 mm 331 mils &.4 mm
, 028 mils 0.7 mm 130 mils 3.3 mm 232 mils 2.2 mm 335 mils 8.5 mm
1 polegada = 2,54 centimetros _ _ : _
. 032 mils 0.8 mm 134 mils 3.4 mm 236 mils 6.0 mm 339 mils 8.6 mm
1in=254cm _ _ : .

035 mils 0.9 mm 138 mils 3.5 mm 240 mils 8.1 mm 343 mils &8.7 mm
039 mils 1.0 mm 142 mils 3.6 mm 244 mils 6.2 mm 346 mils 8.8 mm
2154 Cm - 2514 mm 043 mils 1.1 mm 146 mils 3.7 mm 248 mils .3 mm 350 mils 8.9 mm
047 mils 1.2 mm 150 mils 3.8 mm 252 mils .4 mm 354 mils 2.0 mm
1 mil= 0,025 mm 051 mils | 1.3mm || 154 mils || 3.9 mm | 256 mils | 6.5mm | 358 mils | 9.1 mm
10 m|| = 0,25 mm 055 mils || 1.4 mm || 157 mils || 4.0 mm || 260 mils || 6.6 mm || 362 mils 2.2 mm
20 mil = 0,50 mm 059 mils | 1.5mm | 161 mils || 4.1 mm | 264 mils | 6.7 mm || 366 mils || 9.3 mm
il = 063 mils 1.6 mm 165 mils 4.2 mm 268 mils .8 mm 370 mils 2.4 mm

30 mil = 0,75 mm 2
40 m|| — 1 O mm 067 mils 1.7 mm 169 mils 4.3 mm 272 mils 5.2 mm 374 mils 2.5 mm

y
1o 071 mils 1.8 mm 173 mils 4.4 mm 276 mils 7.0 mm 378 mils 2.6 mm
50 mil = 1,25 mm
075 mils 1.9 mm 177 mils 4.5 mm 280 mils 7.1 mm 382 mils 2.7 mm
078 mils 2.0 mm 181 mils 4.6 mm 283 mils 7.2 mm 386 mils 2.8 mm
082 mils 2.1 mm 185 mils 4.7 mm 287 mils 7.3 mm 388 mils 2.9 mm
086 mils 2.2 mm 189 mils 4.8 mm 291 mils 7.4 mm 394 mils 10.0 mm
090 mils 2.3 mm 193 mils 4.9 mm 295 mils 7.5 mm 398 mils 10.1 mm
. . 094 mils 2.4 mm 197 mils 5.0 mm 299 mils 7.6 mm 402 mils 10.2 mm
http://www.cirvale.com.br
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http://www.cirvale.com.br/pdf/Dicas%20para%?20clientes.pdf



Largura das trilhas:
N 785

mm
Jyi J 0Ll

T 30 mils

GUIR
TANGO-FRESA

http://www.cirvale.com.br/
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Comportamento de indutores reais em funcao da frequéncia:
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Comportamento de capacitores reais em funcao da freqtiéncia:

Inductive characteristics
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Layer Top Circuito Lado Componentes
Layer Botton Circuito Lado Solda

SUBSTRATO

DUPLA FACE
Layer Top Mask Mascarz Lado Componentes SUPERIOR PREPRES
SUBSTRATO
C3 CAMADAS
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aSMD Direction of board travel
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l l’ joints
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SMD .l Solder wave SMD

Maolen solder

Board traveling into wave
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Malten solder

Kraig Mitzner
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SMD Wave Soldenng

PCB Design
Tutorial

http://www.alternatezone.com/
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http://www.alternatezone.com/
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POLIGONOS QUE NAO SAO CONTORNADOS,
CAUSAM ABERTURAS NO ATERRAMENTO.

PCB Design
Tutorial

http://www.alternatezone.com/



olacao entre trilhas
_l_
Clearances for Electrical Conductors

Voltage (DC or Peak AC) Internal External (<3050m) | External (>3050m)
0-15V 0.05mm 0. Tmm 0. Tmm
16-30V 0.05mm 0. Tmm 0. Tmm
31-200V 0.Tmm 0.6mm 0.6mm
21100V 0.Tmm 0.6mm 1.5mm
101-150V 0.2mm 0.6mm 3.2mm
151170V 0.2mm 1.25mm 3.2mm
171-250 0.2mm 1.25mm G.4mm
251-300V 0.2mm 1.25mm 12.5mm
301-500V 0.25mm Z2.5mm 12.5mm

http://www.alternatezone.com/

PCB Design
Tutorial
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PCB Design
Tutorial

http://www.alternatezone.com/
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Furo simples Furo metalizado
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http://www.alternatezone.com/
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Dimensdes dos furos: With pads
o 2 mmXx2mm
o 80 mils x 80 mils
- 2c
Without pads
: -
2d

Dimensodes dos furos: s
Furos: a) correto e b) errado. KBbesinlsing
1,3mmx 1,3 mm g

50 mils x 50 mils 5 %

Kraig Mitzner
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Passagem
pelo terminal

do componente

Passagem
usando uma via
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VERIFICAR AS CAMADAS INTERNAS:

A- Isolacdo entre furos mecanicos a pistas = 0,4 mm (16 mils)

B- Largura das pistas > 0,2 mm (8 mils)

C- Isolacdo entre trilhas > 0,2 mm ( 8 mils)

D- Anel minimo tedrico = 0,38 (15 mils)

E- Isolacdo entre as pistas > 0,2 (8 mils)

F- Isolacdo entre ilhas e pistas > 0,2 (8 mils)

G- Isolacdo entre pistas e borda da placa > 0,5 mm (20 mils)

H- Isolacdo entre areas de massa e ilhas/pistas > 0,2 mm ( 8 mils)
I- Isolacdo entre areas de massa e furos > 0,5 mm (20 mils)

Observe que para uma furacdo de 0,3 mm, a ilha a ser utilizada devera ter o
tamanhode 0,8 mm ( 0,3 + 0,5 = 0,8 mm).

Ex.: Diametro Tamanho minimo da ilha
0,3 mm 0,8 mm
1,0 mm 1,5 mm
2,5 mm 3,0 mm (Veja tabela no item 5.0)

http://www.cirvale.com.br/




VERIFICAR AS CAMADAS INTERNAS:

A - Espassamento entre a area condutora e a borda da placa > 0,5 mm (20 mils)
B - Espassamento entre furos mecanicos e drea condutora > 0,45 (18 mils)

C - Espacamento entre furo metalizado e a area condutora > 0,5 mm (20 mils)

D - Anel minimo tedrico > 0,38 mm (15 mils)

E - Espacamento entre pad e area condutora = 0,2 mm ( 8 mils)

VERIFICAR MASCARA DE SOLDA E SELETIVO:

A - Isolacao entre mascara e ilha > 0,2 mm ( 8 mils)
B - Isolacdo entre mascara e pads > 0,2 (8 mils)
C - Largura da mascara entre pads e SMDs > 0,2 ( 8 mils)

http://www.cirvale.com.br/
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Assunto:

1. Elaboracao da PCI.



